Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do montażu nanostruktur typu wire bonder.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Urządzenie przeznaczone jest do kontrolowanego i powtarzalnego wykonywania połączeń drutowych pomiędzy przyrządami na bazie półprzewodników AIII – BV (emitery, detektory), ceramikami, złoconymi chłodnicami miedzianymi. Możliwość wykonania połączeń pomiędzy elementami o różnych wysokościach.
	potwierdzić

	7. 
	Rodzaje procesów
	Wykonywanie połączeń drutowych, aluminiowych oraz złotych, pomiędzy ceramiką a przyrządami półprzewodnikowymi (emitery, detektory). 

Wykonywanie połączeń drutowych, aluminiowych oraz złotych, pomiędzy przyrządami półprzewodnikowymi.

 Wykonywanie połączeń drutowych, aluminiowych oraz złotych, pomiędzy ceramikami.

Wykonywanie połączeń drutowych, aluminiowych oraz złotych, pomiędzy ceramikami a pozłoconymi elementami miedzianymi.

Wykonywanie połączeń zarówno typu ball bond oraz wedge bond, w każdym z wymienionych wyżej przypadków.  
	potwierdzić

	8.
	Półautomatyczne urządzenie 
	Urządzenie pozwala wykonywać półautomatyczne lub automatycznie połączenia zarówno typu ball bond oraz wedge bond,
	potwierdzić

	
	
	Z automatycznym przesuwem w osiach X,Y,Z, sterowane komputerowo.
	potwierdzić

	
	
	Wyposażone w monitor do podglądu podczas pracy.
	potwierdzić

	
	
	Ręczne podawanie płytek/przyrządów/ceramik na stolik montażowy.
	potwierdzić

	
	
	Dokładność przesuwu w osiach X, Y  lepsza niż 0,3μm.
	potwierdzić, podać

	
	
	Powtarzalność wykonania połączeń lepsza niż 3μm.
	potwierdzić, podać

	
	
	Wymiary urządzenia                                          max. 80cm(H)x80cm(W)x75cm(D).
	potwierdzić, podać

	9.
	Głowica stosowana podczas wykonywania połączeń typu ball bond
	Możliwość wykonywania połączeń drutami o średnicy z zakresu co najmniej 18μm – 50μm.  
	potwierdzić, podać

	
	
	Oświetlenie głowicy podczas wykonywania połączeń. 
	potwierdzić, podać

	
	
	Kamera CCD zapewniająca podgląd podczas pracy.
	potwierdzić


	
	
	Wyposażona w podstawowy zestaw z drutem Au lub Al.
	potwierdzić, podać

	10.
	Głowica stosowana podczas wykonywania połączeń typu wedge bond
	Możliwość wykonywania połączeń drutami o średnicy z zakresu co najmniej 18μm – 70μm.  
	potwierdzić, podać

	
	
	Oświetlenie głowicy podczas wykonywania połączeń.
	potwierdzić

	
	
	Kamera CCD zapewniająca podgląd podczas pracy.
	potwierdzić

	
	
	Wyposażona w podstawowy zestaw z drutem Au lub Al.
	potwierdzić, podać

	11.
	Oświetlenie stolika
	Zapewnione. 
	potwierdzić, podać

	12.
	Podgrzewany stolik dla podłoży z mechanicznym i próżniowym mocowaniem
	Co najmniej dla podłoży 3’’x3’’.
	potwierdzić, podać

	
	
	Regulacja temperatury co najmniej do 2000C.
	potwierdzić, podać

	
	
	Kontroler temperatury stolika. 
	potwierdzić

	13.
	Generator ultradźwięków 
	Zapewnione.
	potwierdzić

	14.
	Automatyczna kontrola i pomiar deformacji połączeń 
	Zapewnione.
	potwierdzić

	15.
	Możliwość modelowania różnego kształtu połączeń drutowych
	Zapewnione.
	potwierdzić

	16.
	Możliwość kontroli optycznej (mikroskop) podczas pracy
	Zapewnione.
	potwierdzić

	17.
	Sposób sterowania 
	Sterowanie komputerowe z dedykowanym oprogramowaniem opartym na systemie Windows XP Pro. 
	potwierdzić

	18.
	Dwuetapowy test akceptacyjny:

a) Wstępny test akceptacyjny w siedzibie Wykonawcy

b)Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego 
	Wykonanie połączeń drutowych aluminiowych oraz złotych typu ball bond oraz wedge bond pomiędzy:

- ceramiką a przyrządami półprzewodnikowymi (emitery, detektory). 

- przyrządami półprzewodnikowymi.

- ceramikami.

- ceramikami a pozłoconymi elementami miedzianymi.

Sprawdzenie automatycznej kontroli i pomiaru deformacji połączeń.

Sprawdzenie możliwości modelowania kształtu połączeń drutowych. 

Wykonywanie co najmniej 10 połączeń drutowych w każdym z wymienionych wyżej przypadków.

(struktury testowe zapewnia zamawiający)
	potwierdzić

	19.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 4 tygodnie
	Zapewnione.
	potwierdzić, podać

	20.
	Szkolenie trzech osób w siedzibie Zamawiającego 
	Zapewnione.
	potwierdzić

	21.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	Zapewnione.
	potwierdzić, podać

	22.
	Dostępność części zamiennych - 10 lat od daty instalacji
	Zapewnione.
	potwierdzić

	23.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty instalacji
	Zapewnione.
	potwierdzić

	24.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty instalacji
	Zapewnione.
	potwierdzić

	25.
	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy
	Zapewnione.
	podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
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